國立中正大學工學院115學年度第1學期教學大綱表
	課號
Course Code
	2012005
	全英文授課
EMI
	□是      ■否

	課程類別
Course Type
	□人文關懷課程            □競賽專題課程         □問題導向課程
■專題導向課程           □總整課程             ■實作課程
□其他

	課程名稱（中文）
	 半導體製程技術實作

	課程名稱（英文）
Course
	 Hands-on Course in Semiconductor Fabrication

	學年
Academic Year /Semester
	 115學年度第1學期
		學分
Credits



	4

	學系（所）
Department
	理學院
	必選修
Compulsory/Elective
	□必修 Compulsory
■選修 Elective

	上課時間
Class Hours
	星期二7,8,9,10
	上課地點
Classroom
	物理館112

	教師
Instructor 
	黃北辰
蔡炯賢
姚松偉
	教師 Email
Instructor’s Email
	pchuang@ccu.edu.tw
chmjst@ccu.edu.tw
phycwio@ccu.edu.tw

	助教
Teaching Assistant
	 TBC
	助教Email
TA’s Email
	TBC

	先修科目或
先備能力
Prerequisites
	 無


	課程概述
Course Descriptions
	本課程旨在透過實務操作，使學生掌握半導體製程核心技術的知識及實務經驗，包含AutoCAD光罩設計、真空濺鍍(Sputtering)以及雷射雕刻(Laser engraving)製作光罩、微影術(Photolithography)、化學氣相沉積製程(Chemical vapor deposition)、固體熱擴散改質及電性量測、掃描式電子顯微鏡(Scanning electron microscope)實作、”反應性電漿蝕刻(Reactive-Ion Etching)、金相顯微拉伸測試(Metallurgical Tensile Test)、拉曼光譜分析技術(Raman spectroscopy)實作，奠定未來投入半導體製程、先進電子封裝、微流道、感測器或材料製備加工領域的基礎。

	學習目標
Learning Objectives
	本課程的主要目標在透過實作提升對半導體製程核心技術的理解與應用能力，依實驗章節條列如下:
1. 光罩繪製:操作 AutoCAD 進行微尺度圖案設計，並轉換為可用於光罩或製程流程的標準格式。
2. 光罩製作:實務操作 Sputtering以及Laser engraving，學習基礎理論並製作光罩。光罩完成後，學生也能評估其解析度、對比度與瑕疵來源。
3. 微影製程:進行光阻旋塗、預烘、曝光、顯影及後烘，學習各步驟以及關鍵製程參數對圖案形成的影響。
4. 化學氣相沉積實務:實務操作CVD系統，學習各步驟以及關鍵製程參數對材料的形貌、晶相的影響。
5. 固體熱擴散改質與電性量測:進行固體熱擴散改質之實務，學習基礎理論並學習電性量測的技術。
6. 掃描式電子顯微鏡實務:學習SEM的原理、樣品前處理及製作，並學習實務操作技巧。
7. 反應性電漿蝕刻實務:學習反應性電漿蝕刻的材料移除機制，並實務操作學習功率與氣體選擇等決定蝕刻效果之參數影響。
8. 金相顯微拉伸測試:學習進行金屬材料的金相觀察與拉伸樣品前處理與製備流程，並結合應力-應變曲線與微觀組織變化結果進行關聯性分析。
9. 拉曼光譜量測與分析:學習針對不同樣品性質選擇適當之雷射光波長，進行拉曼光譜之峰強度與峰位偏移量測，與學習解讀前述拉曼光譜變化對應樣品產生之現象。

	教科書及參考書
Textbooks And References
	自編講義



	教學要點概述

	教材編選
Teaching Materials
	■自製簡報(ppt)     ■課程講義       □自編教科書
■教學程式        □自製教學影片     □其他

	教學方法
Teaching Method 
	■講述(板書)     ■小組討論   □學生口頭報告    ■問題導向學習
□個案研究      ■其他:實作訓練

	評量工具
Evaluation 
	□期中考        ■期末考25%     □隨堂測驗        □隨堂作業
□課後作業      □期中報告       □期末報告       □專題報告
□評量尺規      ■其他 : 實作 75%

	教學資源
Teaching Resources
	□課程網站       ■教材電子檔供下載      □實習網站

	[bookmark: _Hlk145582890]與SDGs目標的關聯
Related to Objectives Of SDGs
	□SDG 1 終結貧窮                   □SDG 2 消除飢餓             
□SDG 3 健康與福祉                 ■SDG 4 優質教育   
□SDG 5 性別平權                   □SDG 6 淨水及衛生
■SDG 7 可負擔的潔淨能源           ■SDG 8 合適的工作及經濟成長 
■SDG 9 工業化、創新及基礎建設     □SDG 10 減少不平等
□SDG 11 永續城鄉                  □SDG 12 責任消費及生產
□SDG 13 氣候行動                  □SDG 14 保育海洋生態
□SDG 15 保育陸域生態              □SDG 16 和平、正義及健全制度
□SDG 17 多元夥伴關係              □無關聯

	每週課程內容
Weekly Scheduled Contents

	Week 1 實驗安全守則/分組/課程介紹

	Week 2 微結構/微電路設計

	Week 3 簡易光罩製作(PVD薄膜沉積及雷射雕刻)

	Week 4 微影術

	Week 5 單元1複習及實驗補做週

	Week 6 化學氣相沉積法

	Week 7 固體熱擴散改質及電性量測

	Week 8 掃描式電子顯微鏡實務

	Week 9單元2複習及實驗補做週

	Week 10反應性電漿蝕刻實務

	Week 11金相顯微拉伸測試

	Week 12拉曼光譜量測與分析

	Week 13單元3複習及實驗補做週

	Week 14 整合性實作

	Week 15 總複習

	Week 16 期末考

	Week 17

	Week 18

	核心能力
Core Competencies

		核心能力
Core Competency
	本課程與核心能力關聯強度
Degrees of related to core competencies

	
	1
	2
	3
	4
	5

	專業能力
Specific
Competency
	半導體製程整合與操作能力。
	
	
	
	
	V

	
	製程參數分析與優化能力。
	
	
	
	
	V

	
	材料分析與量測詮釋能力。
	
	
	
	
	V

	
	團隊合作與溝通之能力。
	
	
	
	
	V

	
	實驗實作與技術應用能力。
	
	
	
	
	V

	
	儀器操作原理與實務應用能力
	
	
	
	
	V








